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【手続補正書】
【提出日】平成24年9月21日(2012.9.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板の一方の面及び他方の面に搭載された電子部品と、前記基板の他方の
面に搭載された前記電子部品の周囲を覆うシールドと、を備え、
　前記シールドは、前記基板に固着して立設し前記電子部品の側方を覆う側壁部と、当該
側壁部に支持され前記基板の面に対して離間して位置し前記電子部品の上方を覆う天板部
と、を備え、
　前記シールドの前記側壁部のうち、前記基板の前記一方の面側に前記電子部品が配置さ
れている箇所に位置する前記側壁部の一部を切除した、
回路基板。
【請求項２】
　請求項１に記載の回路基板であって、
　前記基板の前記他方の面上における前記シールドの前記側壁部の前記切除箇所が形成さ
れた箇所に、配線を敷設した、
回路基板。
【請求項３】
　請求項２に記載の回路基板であって、
　前記基板の前記他方の面に配置された前記電子部品に接続された配線を、当該電子部品
の周囲を覆うよう配置された前記シールドに形成された前記側壁部の前記切除箇所に敷設
した、
回路基板。
【請求項４】
　請求項２に記載の回路基板であって、
　前記基板の前記他方の面に配置された２つの前記電子部品の間を接続する配線を、当該
各電子部品のそれぞれの周囲を覆うよう配置された２つの前記シールドに形成された各前
記側壁部の各前記切除箇所に敷設した、
回路基板。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の回路基板であって、
　前記シールドの前記側壁部の前記切除箇所を、前記一方の面側に前記電子部品が配置さ
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れている箇所よりも広く形成した、
回路基板。
【請求項６】
　基板と、前記基板の一方の面及び他方の面に搭載された電子部品と、前記基板の他方の
面に搭載された前記電子部品の周囲を覆うシールドと、を備えた回路基板と、
　前記回路基板を収容する筐体と、を備え、
　前記シールドは、前記基板に固着して立設し前記電子部品の側方を覆う側壁部と、当該
側壁部に支持され前記基板の面に対して離間して位置し前記電子部品の上方を覆う天板部
と、を備えると共に、
　前記シールドの前記側壁部のうち、前記基板の前記一方の面側に前記電子部品が配置さ
れている箇所に位置する前記側壁部の一部を切除した、
電子機器。
【請求項７】
　請求項６に記載の電子機器であって、
　前記基板の前記他方の面上における前記シールドの前記側壁部の前記切除箇所が形成さ
れた箇所に、配線を敷設した、
電子機器。
【請求項８】
　基板の一方の面及び他方の面に電子部品を配置すると共に、少なくとも前記基板の他方
の面に前記電子部品を配置したのちに当該電子部品の周囲を覆うシールドを配置し、
　前記基板の他方の面に配置する前記シールドは、前記基板に固着して立設し前記電子部
品の側方を覆う側壁部と、当該側壁部に支持され前記基板の面に対して離間して位置し前
記電子部品の上方を覆う天板部と、を備えており、
　前記シールドの前記側壁部のうち、前記基板の前記一方の面側に前記電子部品が配置さ
れている箇所に位置する前記側壁部の一部が切除されている、
回路基板の製造方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の回路基板の製造方法であって、
　前記基板の前記他方の面上における前記シールドの前記側壁部の前記切除箇所が形成さ
れた箇所に、配線を敷設した、
回路基板の製造方法。
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